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(54) Prüfanordnung für Bondpad

(57) Die Erfindung betrifft eine Prüfanordnung für
Bondpads (1) zum Feststellen, ob ein Halbleiterchip
gebondet ist oder nicht, mit einer den Bondzustand zwi-
schen einem Bonddraht (2) und dem Bondpad (1) aus-
wertenden Schaltung, die abhängig vom festgestellten
Bondzustand Betriebs- und Testmodi zu aktivieren und
zu deaktivieren vermag. Der Bondpad (1) ist hierzu in
wenigstens zwei Teile (3, 4) geteilt, so daß die im Halb-
leiterchip selbst realisierte Schaltung aus von den Tei-
len (3, 4) des Bondpads (1) abgeleiteten Signalen
festzustellen vermag, ob der Bonddraht (2) die Teile (3,
4) kontaktiert oder nicht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Prüfan-
ordnung für ein Bondpad zum Feststellen, ob ein Halb-
leiterchip gebondet ist oder nicht, mit einer den
Bondzustand zwischen einem Bonddraht und einem
Bondpad auswertenden Schaltung, die abhängig vom
festgestellten Bondzustand Betriebs- und Testmodi zu
aktivieren und zu deaktivieren vermag.
[0002] Bei der Herstellung von Halbleiterchips und für
deren Durchlauf durch Betriebs- und Testmodi sollte
immer bekannt sein, ob die jeweiligen Halbleiterchips
bereits zuverlässig gebondet sind oder nicht. Es wäre
dabei von besonderem Vorteil, wenn der Halbleiterchip
selbst erkennen könnte, ob er bereits gebondet ist oder
nicht, damit dann abhängig von seinem jeweiligen Mon-
tagezustand die einzelnen Betriebs- und Testmodi akti-
viert und deaktiviert werden könnten. Eine derartige
Eigenschaft des Halbleiterchips hätte den erheblichen
Vorteil, daß dessen Einlegen in ein entsprechendes
Prüffeld mit dem damit verbundenen erheblichen Zeit-
verlust vermieden werden könnte.
[0003] Bisher wurde nicht daran gedacht, eine Prüfan-
ordnung zu schaffen, mit der ein Halbleiterchip selbst
erkennen kann, ob er bereits gebondet ist oder nicht.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die voll-
kommen neue Aufgabe zugrunde, eine Prüfanordnung
für Bondpads zu schaffen, mit der ein Halbleiterchip
festzustellen vermag, ob er bereits gebondet ist oder
nicht, damit abhängig von seinem so festgestellten
Bondzustand jeweilige Betriebs- und Testmodi aktiviert
und deaktiviert werden können.
[0005] Diese Aufgabe wird bei einer Prüfanordnung
der eingangs genannten Art erfindungsgemäß dadurch
gelöst, daß der Bondpad in wenigstens zwei Teile geteilt
ist, so daß die im Halbleiterchip selbst realisierte Schal-
tung aus von den Teilen des Bondpads abgeleiteten
Signalen festzustellen vermag, ob der Bonddraht die
Teile kontaktiert oder nicht.
[0006] Vorzugsweise ist der Bondpad in zwei Teile
unterteilt. Gegebenenfalls kann aber auch eine Unter-
teilung in mehr Teile als zwei Teile vorgenommen wer-
den.
[0007] Die vorliegende Erfindung beschreibt so einen
vom bisherigen Stand der Technik vollkommen abwei-
chenden Weg: Die erfindungsgemäße Prüfanordnung
stellt das korrekte Bonden von Bondpads nicht fest,
indem extern dem Halbleiterchip über die mit den Bond-
pads verbundenen Drähte Testsignale zugeführt wer-
den. Vielmehr testet der Halbleiterchip selbst, ob er
bereits richtig gebondet ist oder nicht, indem er eine
Schaltung enthält, die auswertet, ob die Bondpads, die
jeweils in wenigstens zwei Teile geteilt sind, mit einem
Bonddraht kontaktiert sind oder nicht.
[0008] Dabei wird die Tatsache ausgenutzt, daß der
Widerstand zwischen zwei Teilen eines Bondpads, die
nicht mit einem Bonddraht verbunden sind, praktisch
unendlich groß ist, während der Widerstand zwischen

zwei Teilen eines Bondpads, die miteinander elektrisch
durch den Bonddraht verbunden sind, gegen Null geht.
Die im Halbleiterchip vorgesehene Schaltung wertet
also lediglich aus, ob der Widerstand zwischen den bei-
den Teilen gegen Null oder gegen Unendlich geht.

[0009] Derartige Schaltungen können in vielfältiger
Weise ausgeführt werden. Sie müssen lediglich in der
Lage sein, zu erkennen, ob die wenigstens zwei Teile
eines Bondpads durch einen Banddraht in leitender
Verbindung zueinander stehen oder nicht.
[0010] Nachfolgend wird die Erfindung anhand der
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine Draufsicht auf einen Bondpad, bei dem
ein Bonddraht nur einen Teil kontaktiert,

Fig. 2 eine Draufsicht auf einen bestehenden
Bondpad und

Fig. 3 eine mögliche Schaltung, die zu erkennen
vermag, ob die beiden Teile eines Bondpads
leitend verbunden sind oder nicht.

[0011] Fig. 2 zeigt einen üblichen Bondpad 1, auf
dem, wie in Strichlinien angedeutet ist, ein Bonddraht 2
angebracht ist. Bei dem Beispiel von Fig. 2 kontaktiert
der Bonddraht 2 in voller Ausdehnung den Bondpad 1.
Es ist nun denkbar, daß der Bonddraht 2 nur teilweise
den Bondpad 1 kontaktiert, so daß eine schlechte Ver-
bindung zwischen Bonddraht 2 und Bondpad 1 besteht.
Dies kann sogar so weit gehen, daß der Bonddraht 2
neben dem Bondpad 1 den Halbleiterchip berührt, so
daß der Bondpad 1 überhaupt nicht kontaktiert ist.
[0012] Bei der erfindungsgemäßen Prüfanordnung ist
daher der Bondpad 1 in zwei Teile 3, 4 unterteilt, die
voneinander durch einen Spalt 5 getrennt sind, wie dies
in Fig. 1 gezeigt ist. Das heißt, bei der Anordnung von
Fig. 1 geht der elektrische Widerstand zwischen den
Teilen 3 und 4, sofern diese nicht in leitender Verbin-
dung durch einen Bonddraht miteinander stehen, gegen
Unendlich. Sind diese Teile 3, 4 jedoch durch einen
Bonddraht 2 verbunden, so geht der Widerstand zwi-
schen den Teilen 3, 4 gegen Null.
[0013] In Fig. 1 ist nun schematisch ein Fall gezeigt, in
welchem der Bonddraht 2 nur teilweise den Bondpad 1
kontaktiert, so daß nur der Teil 4 mit dem Bonddraht 2 in
elektrischer Verbindung steht. In diesem Fall liegt also
eine "schlechte" Kontaktierung des Bondpads 1 durch
den Bonddraht 2 vor.
[0014] Diese "schlechte" Kontaktierung des Bond-
pads 1 durch den Bonddraht 2 wird durch die erfin-
dungsgemäße Prüfanordnung ohne weiteres erkannt:
Die Teile 3 und 4 stehen nicht in elektrischer Verbindung
miteinander, so daß der elektrische Widerstand zwi-
schen den Teilen 3 und 4 gegen Unendlich geht. Dieser
Zustand kann ohne weiteres durch eine in dem Halblei-
terchip vorgesehene Schaltung festgestellt werden, so
daß der Halbleiterchip selbst zu ermitteln vermag, ob er
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bereits richtig gebondet ist oder nicht.

[0015] Liegt der Bonddraht 2 neben dem Bondpad 1
oder ist noch kein Bonden erfolgt, so geht der Wider-
stand zwischen den Teilen 3 und 4 selbstverständlich
auch gegen Unendlich. Auch in diesem Fall kann die
Prüfanordnung sofort feststellen, daß der Bondpad
noch nicht mit dem Bonddraht kontaktiert ist.
[0016] Fig. 3 zeigt als Beispiel eine mögliche Schal-
tung zur Auswertung des Zustandes der Teile 3, 4 des
Bondpads 1. Hierzu sind Anschlüsse 6, 7 dieser Schal-
tung mit den Teilen 3, 4 verbunden, die, wie in Fig. 1
gezeigt ist, nicht gleich groß zu sein brauchen. Der
Anschluß 6 ist mit Gate eines p-Kanal-MOS-Transistors
8 und Gate eines n-Kanal-MOS-Transistors 13 verbun-
den. Der Anschluß 7 liegt an Gate eines n-Kanal-MOS-
Transistors 9. Die Transistoren 8, 9 liegen in Reihe zwi-
schen einer Versorgungsspannung und Masse, wobei
ihr gemeinsamer Knotenpunkt an den Eingang eines
Inverters 10 und an den gemeinsamen Knotenpunkt
eines p-Kanal-MOS-Transistors 11 und eines n-Kanal-
MOS-Transistors 12 angeschlossen ist. Der Ausgang
des Inverters 10 liegt an Gate des Transistors 11 und an
Gate des Transistors 12. Außerdem liegen die Transi-
storen 11, 12 und 13 in Reihe zwischen Masse und der
Versorgungsspannung.
[0017] Der Inverter 10 und der Transistor 11 bilden ein
Latchglied, in welchem abhängig davon, ob die
Anschlüsse 6 und 7 miteinander verbunden sind oder
nicht, ein unterschiedlicher Wert gespeichert wird.
[0018] Selbstverständlich sind noch andere Ausfüh-
rungsbeispiele einer Schaltung für die Auswertung des
Verbindungszustandes der Teile 3, 4 des Bondpads 1
möglich. Fig. 3 stellt hierfür lediglich ein Beispiel dar.
[0019] Der Halbleiterchip kann also sofort erkennen,
daß er gebondet ist. Damit können Betriebs- und Test-
modi abhängig vom Montagezustand aktiviert oder
deaktiviert werden, was einen erheblichen Zeitvorteil
bedeutet, da der Halbleiterchip nicht in ein Prüffeld ein-
gebracht zu werden braucht.

Patentansprüche

1. Prüfanordnung für Bondpad (1) zum Feststellen, ob
ein Halbleiterchip gebondet ist oder nicht, mit einer
den Bondzustand zwischen einem Bonddraht (2)
und dem Bondpad (1) auswertenden Schaltung, die
abhängig vom festgestellten Bondzustand
Betriebs- und Testmodi zu aktivieren und zu deakti-
vieren vermag,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Bondpad (1) in wenigstens zwei Teile (3, 4)
geteilt ist, so daß die im Halbleiterchip selbst reali-
sierte Schaltung aus von den Teilen (3, 4) des
Bondpads (1) abgeleiteten Signalen festzustellen
vermag, ob der Bonddraht (2) die Teile (3, 4) kon-
taktiert oder nicht.

2. Prüfanordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,
daß der Bondpad (1) in zwei Teile (3, 4) geteilt ist.
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